FICHAS TECNICAS

© Combina el curado bajo relleno y el proceso de reflujo de
soldadura

© Compatible con residuos de flux No-Clean

© Flux y underfill de un paso

© Requiere un perfil de reflujo de aleacién sin Pb

© Mejora significativamente el rendimiento mecanico

Underfill 688 de un paso es una resina epoxi monocomponente de
baja tensién superficial disefiada como underfill de un solo paso
para ensamblajes flip chip, CSP, BGA y micro-BGA. Underfill 688
de un paso contiene un agente de flux, eliminando la necesidad de
pasta de soldadura con componentes con protuberancias. También
elimina la necesidad de un paso separado de dispensacion y curado
de epoxi tras el reflujo de soldadura. Mejora la prueba de impacto
y el rendimiento mecanico con una Tg alta y un CTE bajo, con este
underfill de bajo nivel de vacios. 688 es compatible con los
residuos de pasta de soldadura AIM o flux liquido, asi como con
los acabados superficiales habituales.

Parametro Resultados
Morado cuando no esta
Apariencia curado, transparente

cuando esta curado

Gravedad especifica @ 25°C 1.27 gl/cc tipico
Volétiles totales < 1% tipico
Viscosidad (Brookfield) 300 cps tipico
Ty 64.1°C tipico
CTE (before Tg) 62.7 ppm tipico
CTE (after Tg) 174.6 ppm tipico
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Solder plus Support

Parametros Tiempo | Temperatura
Conservacion en | 3 meses < -20°C (-4°F)
congelador

Vida  atil  en | 2 meses
refrigeracion
Vida atil  sin | 1semana | 25°C (77 °F)
refrigeracion
No almacenar cerca del fuego o llamas. Mantener alejado de
la luz solar ya que puede degradar el producto.

5°C (41°F)

Imprime pasta de soldadura sin Pb. Dispensar Underfill 688
de un paso sobre la PCB donde se colocaran los puntos de
soldadura. La pasta de soldar NO debe aplicarse en estas
zonas. Coloque todos los componentes. DEBE curarse en un
perfil de soldadura sin Pb, temperatura maxima 255°C
(491°F). Asegurese de que todos los pads estan cubiertos con
Underfill 688 de un paso. Underfill 688 de un paso puede ser
retrabajado. Calentar el componente a la temperatura de
reflujo de soldadura y retirarlo con una espatula plana. Se
puede utilizar una mecha de soldar y un soldador para
eliminar el epoxi residual. Limpie los pads con una pequefia
cantidad de disolvente, como metiletilcetona o alcohol
isopropilico. Underfill 688 de un paso se ablanda a 120°C -
140°C (248°F - 284°F).

Utilicese con ventilacion adecuada y equipo de proteccion
personal apropiado. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad
para cualquier informacion especifica de emergencia. No
deseche ningln material peligroso en recipientes no
aprobados. No conforme con REACH.

*Toda la informacion es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para disefio de procesos. Consulte el Certificado de
analisis para obtener informacion especifica del producto.
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